
　図1より流れ方向や寸法

が半導体到達温度に与える

影響が、また図2より放熱器

の様々な形状ごとの放熱器

上の温度分布がわかるなど、

放熱器を設計するにあたり、

その適切な指針を得ること

ができました。(表1)

　得られた知見は、担当者

の勘や経験による従来のも

のと大きく異なり、まったく

新しい視点で放熱器を設計

することが可能となります。

　放熱器にパンチ穴をあけるという、これまでに発想することが

できなかった形状をひらめくこともありました。(図3)

　図4に放熱器AからEの単位面積当たりの放熱性能を示します。

　放熱器の形状や姿勢により大幅に改善されていることがわか

り、特に放熱器Eは性能が良いことが分かります。

■利用成果
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●従来は、空気の流れが半導体の放熱器に
触れてどのように変化するのか、また放
熱器の熱がどのように空気に伝わるのか、
が分からず、放熱器の設計は担当者の長
年の勘と経験に頼る場合が多かった。

●勘と経験で設計された放熱器は、重く、大
きくなりがちで、近年の部品コストや寸
法についての厳しい要求に応えることが
難しかった。

○数値解析によって空気の流れや熱が伝わ
る様子を可視化でき、放熱特性に大きく
影響を与える要因を定量的に把握でき、
理論的な設計手順を確立することができ
た。
○この手法で設計された放熱器は、従来よ
りも少ない材料で同等の放熱性能を発揮
できるため部品コストを低減でき、面積
あたりの放熱量も優れるために小型化が
可能となった。

　電子回路の半導体を冷却する放熱器(図1)は、従来から広く一般的に使われてきましたが、その設

計は主に担当者の勘と経験に頼るものでした。実際に計測された部品温度が目標値よりも高い場合に

は放熱器の面積を大きくするなどの設計変更を行いますが、部品コストの増大や寸法の拡大など別の

問題が発生することが多く、課題となっていました。

　放熱器の放熱メカニズムに

は、空気の流れと熱の伝わり方

が大きく関係しています。これ

らの仕組みを理解して活用すれ

ば面積あたりの放熱量が増え、

小さくてもよく冷える放熱器を

設計することができます。

　今回、放熱器の形状および姿

勢と放熱性能の関係について、数値解析を使って調べました。(図1)

　また空気の流れや熱の伝わり方についても、解析結果の可視化画像をもとに調べました。(図2) 

　このような調査により放熱器設計の指針を得ることを目的としました。
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図１　放熱器の形状および姿勢と放熱性能の関係

半導体向け放熱器の熱流体解析
―どのように放熱器を設計したらよいか―
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図2　各放熱器形状における温度等高線

表１　得られた放熱器設計の要点

図３ 新しい放熱器形状(例)

図4　放熱器の性能比較(半導体温度の差)
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